
 
 
平成25年3月期第2四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 
 

 
 
 
 
 
 

修正の理由 
 電子デバイスシステム事業において、モバイル関連機器市場の伸長に伴う海外大手半導体メーカーの設備投資拡大に
よる測長SEM等の半導体製造装置の販売が好調なこと等により、平成25年3月期第2四半期（累計）の売上高、営業利益、
経常利益、当期純利益は前回発表予想を上回る見込みです。 
 なお、平成25年3月期通期業績予想については、円高や欧州の財政不安等マクロ経済の先行きが不透明なことから、前
回発表予想に変更はございません。 
 
（注）上記の業績予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は
今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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業績予想の修正に関するお知らせ  

 最近の業績動向を踏まえ、平成24年4月24日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお
知らせいたします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 1株当たり四半期純
利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 310,000 10,000 9,400 5,800 42.17
今回修正予想(B) 313,000 13,500 13,700 8,500 61.80
増減額(B-A) 3,000 3,500 4,300 2,700
増減率(%) 1.0 35.0 45.7 46.6
（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成24年3月期第2四半期）

321,562 12,277 12,517 7,891 57.38


